
日本天文学会2021年秋季年会

V317a SOI 技術を用いた新型Ｘ線撮像分光器の開発 51 : Double-SOI 構造の大面積
Ｘ線 SOI ピクセル検出器の性能評価
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我々は次世代のＸ線天文衛星「 FORCE 」搭載に向けて、Ｘ線 SOI-CMOS ピクセル検出器「 XRPIX 」の開発
を行っている。XRPIX はピクセルごとにトリガ回路を有しており、Ｘ線が入射したピクセルのみを選択して読み
出す「イベント駆動読み出し」機能を持つ。ピクセル数が 608×384、チップサイズが 24.6mm×15.3mm の大型
素子で Single-SOI 構造の XRPIX5b には、センサ層とピクセル回路間の干渉によってイベント駆動読み出しでＸ
線を分光できないという問題があった。新たに作成した XRPIX5b と同サイズの 大型素子で Double-SOI 構造の
XRPIX7ではこの干渉を抑えることに成功した。一方で、ピクセル数が 48×48、チップサイズが 4.45mm×4.45mm
の小型素子で Double-SOI 構造の XRPIX6c と比較を行うと、イベント駆動読み出しの分光性能が劣化すること
が分かり、大面積化により特有の問題が生じることが分かった。本講演では、大面積化に伴い生じた問題点につ
いての詳細を報告する。


